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苏州世华新材料科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2026-001 

投资者关系 

活动类别 
特定对象调研、现场参观 

参与单位名称 安信基金、东北证券、浙江火炬中心（以上排名不分先后） 

时间 2026 年 3 月 31 日 

地点 公司会议室 

总接待次数 1 场 

公司接待 

人员姓名 

董事、战略总监：张乃奎 

董事会秘书：计毓雯 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

1. 公司基本情况介绍。 
答：公司成立于 2010 年，一直以来专注于功能性材料的自主研发创新，在合

成改性、提纯分散、材料设计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技

术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心

技术攻关，立足于复合功能性材料，持续拓展 AI 终端设备、显示面板、集成

电路、智能汽车等行业应用，致力于成为具备国际竞争力的平台化材料企业。 
 
2. 公司产品介绍。 
答：公司主营产品包括功能性电子材料、高性能光学材料和功能性粘接剂。公

司功能性电子材料主要是应用在电子产品内部或其制造组装过程中的复合功能

性材料，实现粘接、导热、导电、屏蔽、缓冲等功能或在产品智能化生产过程

中实现抗静电、耐高温、抗腐蚀、防刮伤等器件保护功能。高性能光学材料主

要为应用于 OLED/LCD 等显示面板或其生产过程中的光学级复合功能性材

料，对材料透射、反射、抗眩光、耐黄变、洁净度等光学特性及抗静电、防

尘、防污、屏蔽、导热、抗翘曲、耐候性等性能有较高要求。功能性粘接剂是

一类具有包括优异的粘接性能、填充性能、密封性能或光学特性的功能性高分

子材料，同时可具备耐高温、耐腐蚀、导电、阻燃等性能，形态为液态。公司

业务结构仍在不断优化中，每类业务的逻辑有所不同，随着业务结构的优化，

公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动。 
 
3. 介绍下公司 2025 年定增项目建设进展？  
答：公司 2025 年度定增项目建设进展顺利，厂区已于 2026 年 1 月完成主体结

构封顶，预计 2026 年开始生产设备将陆续进场安装。后续公司将继续加快推

进项目建设，争取早日实现投产。 
 



4. 公司密封胶项目生产情况如何？ 
答：公司高效密封胶项目位于张家港，2024 年试生产，2025 年正式投产，产

品用于自用和外售。该项目产能处于持续爬坡阶段。公司将于 4 月 18 日披露

2025 年年度报告，具体经营情况可关注年报。 
 
5.公司今年是否有股权激励计划？ 
答：公司若有相关计划，将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 
 
6. 公司对未来展望如何？ 
答：从长期战略布局来看，公司未来将逐渐形成以高性能光学材料、功能性电

子材料和功能性粘接剂三大品类为主的产品结构。其中，功能性电子材料是公

司目前的主营业务，公司在该类业务上在持续拓展新客户和新的应用场景；高

性能光学材料是公司的第二增长曲线，验证难度大、验证周期长、技术门槛

高，但是体量相对较大，后续将依托新建的高性能光学胶膜材项目进一步扩充

产能；功能性粘接剂是公司的种子业务，已开始产生少量营收贡献，未来将是

公司新的增长点。 

  


